
内藤電誠工業(株)

レーザーパッケージ開封

内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部
213-0011 川崎市高津区久本3-9-25
TEL：044-811-5496 FAX：044-850-5851     https://www.lab.ndk-grp.co.jp/

FAPR-011-01

当社導入のレーザーパッケージ開封装置は、ボンディングワイヤ
（Ａｕ，Ｃｕ）、チップへのダメージが低いレーザーを搭載しています。

難しいＣｕワイヤパッケージ開封の事前加工が容易となり、精度の
高い開封、観察が可能です。

【ハイソル社 Ｌａｓｅｒ Ｄｅｃａｐ ＰＲＯ】

レーザー Ｎｄ・ＹＶＯ４レーザー

波 長 １，０６４ｎｍ

定格出力 ＞９Ｗ

周波数 ０－２００ｋＨｚ

加工範囲 1２０mm×1２０mm

【８ｐｉｎ ＳＯＰ Ｃｕワイヤパッケージの開封】

ﾚｰｻﾞｰ開封 薬液開封後内部状態

１ｓｔ側ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ状態 ２ｎｄ側ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ状態


